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Titelbild: Die LeitOn GmbH wurde 2004 gegründet und ist mit ca. 45 Mitarbeitern auf die Herstellung von Leiterplatten spezialisiert. Seit 2006 
gibt es neben dem Hauptsitz in Berlin auch eine Niederlassung in Hongkong, um Handelswaren, Audits und Qualitätskontrollen in 
China abzuwickeln. LeitOn bietet ein umfassendes Spektrum an verschiedenen Technologien, Dicken, Kupferauflagen und Mate- 
rialien für Hochleistungsansprüche. Das Portfolio der Firma geht vom 12-Stunden-Prototypen aus Deutschland bis zur Großserie 
aus Asien. Vieles davon ist sogar online kalkulierbar: Expressprototypen, Dickkupfermultilayer bis 8 Lagen, mittlere Serien, Alu- 
platinen, flexible Leiterplatten und SMD-Schablonen.

www.leiton.de
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